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L&i néi dau
TCVN 10895-1:2015 hoan toan twong dwong véi IEC 61193-1:2001;

TCVN 10895-1:2015 do Ban ky thuat tiéu chudn quéc gia

TCVN/TC/E3 Thiét bj dién tir ddn dung bién soan, Téng cyc Tiéu

chudn Bo luedng Chét legng d& nghj, B6 Khoa hoc va Céng nghé

cong bé.

BA TCVN 10895 (IEC 61193), Hé théng danh gia chét lvgng, gbm cac phan:

—~ TCVN 10895-1:2015 (IEC 61193-1:2001), Phé&n 1: Ghi nhén va phén tich cac khiém khuyét trén
céc khéi Iap rép tAm mach in

— TCVN 10895-2:2015 (IEC 61193-2:2007), Phén 2: Lua chon va str dung phurong &n 1y méu dé
kiém tra linh kién dién tr va géi linh kién dién t&
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Hé théng danh gia chat lwong -
Phan 1: Ghi nhan va phan tich cac khiém khuyét trén cac khéi lap
rap tam mach in

Quality assessment systems —
Part 1: Registration and analysis of defects on printed board assemblies

1 Pham vi ap dung

Tiéu chudn nay xac dinh cac phuong phap ghi nhan va phan tich cac khiém khuyét trén cac khéi Iap
rap tdm mach in bing cach han. Cac phurong phap dwoc md ta 1a cho phép so sanh mot cach hiéu qua
tinh nang gitra cac san pham, cac quy trinh va dia diém san xuét, va cé thé 4y lam co s& dé cai thién
chét lvgng chung.

Tiéu chuén nay qui dinh viéc thu thap dir liéu khiém khuyét theo hai loai.

D lieu ppm Loai 1: loai nay cung cap di liéu cho myc dich ghi nhan dé cho phép so sanh tinh nang
tdng thé clia cac hoat dong lap rap.

D@ liéu ppm Loai 2: loai nay cung cép di liu danh cho viéc danh gid cac quy trinh con riéng 18, cac
muc dich phan tich va kiém soét.

2 Tailiéu vién dan

CAc tai lidu vién din sau day 1a cin thiét cho viéc ap dung tiéu chudn nay. D&i véi céc tai liéu vién dan
ghi ndm cdng bé thi ap dung phién ban dwgc néu. DSi v&i cAc tai liéu vién dan khang ghi ndm cong bd
thi 4p dung phién ban m&i nhét (k& ca cac stra ddi).

IEC 60194, Printed board design, manufacture and assembly — Terms and definitions (Thiét ké, ché tao
va ldp rép tdm mach in — Thuét ngir va dinh nghia)

IEC 61191-1, Printed board assemblies — Part 1: Generic specification — Requirements for soldered
electrical and electronic assemblies using surface mount and related assembly technologies (Khéi Idp
r&p tAm mach in — Phan 1: Quy dinh ky thuét chung — Yéu céu ddi voi céc khéi Idp rép dién va dién tir
han bang céch str dung cong nghé dén bé mét va céc céng nghé I3p rép lién quan)
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IEC 61191-2, Printed board assemblies — Part 2: Sectional specification — Requirements for surface
mount soldered assemblies (Khéi lap rép tAm mach in — Phén 2: Quy dinh k¥ thudt timg phdn — Yéu
céu dbi voi céc khéi 13p I&p rép han dén bé mat)

IEC 61191-3, Printed board assemblies — Part 3: Sectional specification — Requirements for through -
hole mount soldered assemblies (Khéi 1dp rép tdm mach in — Phén 3: Quy dinh ky thuét timg phén -
Yéu céu déi voi céc I8p rép han gén qua 16)

IEC 61191-4, Printed board assemblies — Part 4: Sectional specification — Requirements for terminal
soldered assemblies (Khéi 1&p réptdm mach in — Phan 4: Quy dinh ky thuét timg phén — Yéu cdu dbi
v&i céc khéi 18p réphan déu nébi)

IEC 61192-1, Product performance requirements — Part 1: Generic standard - Workmanship
requirements and guidelines for soldered electronic assemblies (Yéu céu hiéu ndng sén phdm — Phén 1:
Tiéu chudn chung — Yéu céu tay nghé va céc hudng dén dbi véi ce khéi 1dp rép dién tir bdng céch han)

IEC 61192-2, Product performance requirements — Part 2: Sectional standard — Workmanship
requirements and guidelines for soldered surface mount electronic assemblies’ (Yéu céu tinh ndng sén
phém — Phén 2: Tiéu chudn timg phén — Yéu céu tay nghé va cac hudng dén dbi voi céc khéi I3p rép
dién tir han bé mét)

IEC 61192-3, Product performance requirements — Part 3: Sectional standard - Workmanship
requirements for through-hole mount soldered assemblies’ (Yéu céu tinh ndng sdn phdm —Phén 3:
Tiéu chudn timg phén — Yéu céu tay nghé déi véi céc khéi 18p rép dién tr han gén qua 16)

IEC 61192-4, Product performance requirements — Part 4: Sectional standard - Workmanship
requirements for terminal soldered connections’ (Yéu céu tinh ndng sén phadm — Phén 4: Tiéu chuén
ting phén - Yéu céu tay nghé dbi véi cdc méi ndi han déu cudi)

3 Thudt ngir va dinh nghia

Tiéu chudn ndy 4p dung céc dinh nghia trong IEC 60194 va cac dinh nghia dw6i ddy. Khi thich hgp,
mdt ma higu chir-sé duoc gan cho thuat ng® nhdm hd trg cho vidc ghi nhan va loai bd céac khiém
khuyét ho#c c4c chi thj vé& sai léch v&i qua trinh.

31

Bac tinh chung (general characterization)

Céc didu kign hodc thudc tinh clia khéi 1&p rap dign t& cudi ciing, cé thé so sanh véi cac yéu ciu trong
tai ligu thich hgp hodc quy dinh k¥ thuat vé tinh nang.

3141

Ghi nhan khiém khuyét (defect registration)
Hé théng ghi nhan ddng nh4t & thu thap thdng tin v& cac thudc tinh cla khéi 1&p rép dién t& c6 thé

dugc gan cho mdt qui trinh con hodic mét ciu hinh san phim cuéi ciing, dwoe ché tao nhing chwra qua
bat clr bwdc chinh sira hay sira ch(ra ndo.

6
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3.1.2

Qui trinh con (subprocesses)

Céc chirc niing ché tao chinh dugc s dung dé san xuét cac khéi I8p rap dién tir 14 mdt phan tich hgp
clia qui trinh ché tao ma cac chi thj v& sai l&ch v& qui trinh hoac cac khiém khuyét qui dinh cac thudc
tinh khéng phii hgp cé thé dwoc qui cho qui trinh ché tao dé.

3.1.3

M&6i han tAm mach in (printed board solder joint)

Két ndi dién/co dén mot tAm mach in hodc cdu tric lién két khac st dyng chét han d& néi hai hodc
nhidu hon cac bé mat kim loai.

CHU THICH: Xem thém céc dinh nghia v& két néi han lanh, két néi han bj x4o trn, két ndi han qua lwgng, két néi
han khéng du, két ndi han qué nhigt, két néi han wu tién va két néi han nhya thdng trong IEC 60194.

3.2

Ap kem han (P0) (solder paste application (P0))

Qui trinh con dwoc st dyng dé ap kem han lén khudn cét ranh trén mdt tAm mach in hodc céu tric lién
két cho muyc dich gén cac thanh phan lai bing cach st dyng ki thuat han néng chay lai

3.21

Bét chéch kem han (P1) (paste misalignment) (P1)

Hinh anh cta céc bién dang hinh hoc clia kem han dwgc dat sao cho ching khdng dwgc hiéu chinh
vao viing can han dén trén tAm mach in/ciu trac lién két dwoc st dung dé han dan cac linh kién.

322

Thira kem han qua mirc (P2) (excessive paste (P2))

Bién dang hinh hoc clia kem han chira lwgng kem han Ién hon mirc xac djnh trong qui trinh I&p rép chi
tiét.

323

Khong di/khdng c¢é kem han (P3) (Insufficient/no paste (P3))

Bién dang hinh hgc kem han chira lwong kem han it hon lwgng dwee xac dinh b&i qui trinh 1&p rép chi
tiét.

324

Day kem han (P4) (paste smearing (P4))

Viéc ap kem han dn t&i két qua 1a kem han lan ra trén b& mat han dan theo cach khdng thé kiém soat
dwgc, thay vi cé bién dang hinh hgc gon gang va dwgc xac dinh ré rang.

325
Dinh mach do kem han (P5) (paste bridging (P5))
Bién dang hinh hoc ctia kem han tiép x(c véi hodc nhap lam mdt nhidu hon mét hinh m&u dén.
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3.2.6

Hinh dang bam tu kem han (P6) (paste deposit shape (P6))

Bién dang hinh hoc cy thé clia kem han ndm trén b& mat han dan ctia tAm mach in nhw dwgc xac dinh
béng cach ép kem han qua 16 ctia khudn in 4p.

33

Ap keo dinh (A0) (adhesive application (AQ))

Qui trinh con dwgc st dung d& 4p keo dinh I&n bd mat clia tAm mach in hodc cAu tric lién két nhdm
muyc dich gén céc linh kién theo cach @8 cac linh kign khang xé dich trong qui trinh gén 18p rap.

331

Dit chéch keo dinh (A1) (adhesive misalignment (A1))

Hinh dnh cac bién dang hinh hoc keo dinh khdng dwgc dat trén 16p nén co s& phi hep véi vi tri dugc
quy dinh trong qui trinh I3p réap chi tiét.

3.3.2

Thiva keo dinh qua mirc (A2) (excessive adhesive (A2))

Bién dang hinh hec clia keo dinh chira lwgng keo dinh nhidu hon so vé&i duge xac dinh bdi qui trinh 1ap
rap chi tiét.

333

Khdng dl/khdng cé keo dinh (A3) (insufficient/no adhesive (A3))

Bién dang hinh hoc keo dinh chi¥a lwgng keo dinh it hon so véi lwgng dugc xac dinh bdi qui trinh 1&p
rap chi tiét, hodc hoan toan khéng ¢ nhu yéu cdu.

3.34

Ré&t/nhiém bén keo dinh (A4) (adhesive stringing/contamination (A4))

Ap keo dinh vao 1&p nén co s& ma & dé bién dang hinh hoc qui dinh tré nén khdng c6 hinh dang xac
dinh, tao thanh cac soi manh kéo dai, hodc lan sang cac b& mat ma cac linh kién phai dwgc han vao.

335
Chém hinh tron chét két dinh (A5) (adhesive dot shape (AS5))
Hinh dang trén duoc tao ra, hodc dwgc yéu cau, déi véi cac bién dang hinh hoc clia keo dinh

34

S3p dat linh kién (C0) (component placement (C0))

Qui trinh con dugc s dung d& bé tri cac bd phan dién i va dién co 18n trén mdt tAm mach in hodic
c4u tric lién két, nhu mot bude treée khi gén linh kign
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3.4.1

Pt chéch linh kign (C1) (component misalignment (C1))

Viéc sép dat cac bd phan dién t&r va dién co ma khdng khép véi cac ving cin han dan hodc 16 héng
ma theo thiét k& ching phai dwoc gén vao

34.2

Linh kién bi thiéu (C2) (missing component (C2))

Céac bd phan dién tl va dién co khdng ¢6 trén tAm mach in hodc cAu trac lién két méc du theo yéu ciu,
chuing phai c6 theo qui trinh I4p rap chi tiét

343

Linh kién lap ngwee chigu (C3) (reversed component (C3))

Cac b phan dién t&r va dién co da bj djnh hwdng sai, theo hwéng ngugce véi qui dinh trong qui trinh
1&p rép chi tiét

344
Linh kién khdong ddng (C4) (wrong component (C4))
Viéc lya chon, sép dat hodc gdn mdt bd phan dién t& ho#c dién co khdng ding

345
Linh kién trén g& (C5) (component on edge (C5))
B& phan dién tir hodc dién co' chdm I&n trén dwdrng bao ngoai clia bé mat han dan

3.4.6

Linh kién héng (C6) (damaged component (C6))

B6 phan dién tlr hodc dién co khéng phi hop véi cac yéu cdu ban dau dugc thiét Iap bdi nha cung cép
bd phan do viéc nang chuyén sai hodc phoi nhiém bd phén trong cac didu kién bét loi

3.5

Gan bang cach han (S0) (soldering attachment (S0))

Qui trinh con dwgc s dung d& 4p chét han, hodic han néng chay lai kem han/chét han ran gitra céc
ving cin han dan trén cac t4m mach in hodc cac cu tric lién két va cac dau cudi clia céc linh kién
dién t» hoc dién co, dé tao sy gén két tot vé vat ly, dién va luyén kim.

3.5.1

Dit chéch mdi han (S1) (solder joint misalignment (S1))

(Cé4c) bién dang hinh hoc clia cac mébi han da hoan thigén khdng dugc hiéu chinh vao vung c&n han dan
trén tdm mach in/cAu trac lién két hoac khong tring khép véi cac bd phan dién tir hodc dién co dwgc
thiét k& d& gén 1&n viing can han dan hodic mot sy két hop cua hai didu kién nay
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352

Dinh mach do méi han (S2) (solder joint bridging (S2))

Céc bién dang hinh hoc clia méi néi han da hoan thién tiép xdc v&i hodc nhap ldm mdt nhiéu hon mot
hinh méu dan hodc dau cubi linh kién

353

Khéng di/khéng cé mdi néi han (S3) (insufficient/no solder joint (S3))

Bién dang hinh hoc méi néi han d& hoan thién chira mét lugng nhd hon lugng dwoc xac dinh bdi qui
trinh 14p rap chi tiét hosic hoan toan khéng cé nhu yéu cdu

354

Dwng dirng linh kién (S4) (component tombstoning (S4))

B& phan dién t& hodc dién co khdng phi hop véi bign dang gén theo thiét ké do mét hosc nhiéu hon
mét phia cb (cac) dau cudi ngudi di truée (cac) dau cubi khac khién cho ddu clia linh kién dong déc
mudn bj nang 1&n khdi ving cdn han dan

355

Linh kién bj hdng (S5) (damaged component (S5))

Bo phan dién t hodc dién co khdng phi hp véi cac yéu cdu ban dau thiét 1ap bdi nha cung cép bd
phan, do qua trinh gén bing cach han, thao tac sai khéi I3p ghép, hodc dé bd phan trong cac didu kién
qui trinh I&p rép c6 hai

356

Tam mach in héng (S$6) (damaged printed board (S6))

T4m mach in/cAu tric lién két khéng phil hep v&i cac ydu cau ban dau da thiét 1ap d6i véi san pham
chwa duoc I&p céc linh kién, do qui trinh g&n bang cach han, thao tac sai khéi I&p rap, hodc G bd phan
trong céc didu kién qui trinh 18p rap c6 hai

3.5.7

Thim th&u chét han (S7) (solder wicking (S7))

Di chuyén dang mao mach clia chét han gira cdc b mat kim loai, vi du nhw cac sgi clia ddy, cac 18
ma xuyén qua, cac b& mét cin han dén, hogic cac ddu cubi linh kign dién t&/dién co

358
Mbi han ndi bj xao trdn (S8) (disturbed solder joint (S8))
Két néi han d@ic trng boi bd ngoai ¢6 sy dich chuyén gitra cac kim loai dwgc ndi khi chét han héa rén

359

Hat tron nhé/tran/mang chét han (S9) (solder balls/splashes/webs (S9))

Manh chét han ngoai lai & dang nhi#zng hat tron nhd, hinh thi khéng theo qui luat, hodc mang mong/l6p
lien tuc chét han, song song, nhwng khdng nhét thiét phdi bam dinh vao mdt bé mat ma 18 ra khong

dwoc ¢ chét han
10
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3.5.10

Lam wét kém (S10) (bad wetting (S10)

Khéng tao thanh mang chét han twong déi ddng déu, min, lién va bam chat vao kim loai nén, bé& mat
cAn han dan hodc d4u cudi linh kién dién ti/dién co

4 Ghi nhan khiém khuyét

Pé& ghi nhan mdt cach ddng nhét cac khiém khuyét, &p dung cac nguyén Ii co ban dwéi day.

4.1 Tiéu chi chap nhin

Tiéu chi ch&p nhan/cé khiém khuyét giéng nhuw mé ta trong IEC 61191-1, IEC 61191-2, IEC 61191-3 va
IEC 61191-4. Cac méi ndi han phai dwoc danh gia véi céc tiéu chi chap nhan/c6 khidm khuyét.

4.2 Pém khiém khuyét

Viéc dém khiém khuyét trén san phdm phai dwoc thirc hién & mirc d6 méi han. Méi han khéng thda

man c4c tiéu chudn dwoc tinh 12 khiém khuyét.

CHU THICH 1: Mdt ngoai 1§ trong phwong phép nay I tredng hop dinh mach . Dinh mach gitra hai d4u cudi
(hodic gira mét viing cln han dinh va mdt vét dan) chi dugc tinh 1a mot khiém khuyét (mot dinh mach), trong khi
dinh mach gitra ba d4u cudi dwgc tinh thanh hai khiém khuyét (hai dinh mach), v.v.

CHU THICH 2: Trudmg hep bang mach nhém, d6i khi mét phan cla tAm mach in khdng dwgc st dung (cac linh
kién khdng dugc a3t trong viing cy thé nay). Khéng tinh khiém khuyét va téng s6 méi han ctia bt ki phan nao
cla tAm mach in khéng dwgc st dung c6 chi .

4.3 Ghi nhan khiém khuyét sau han

Viéc ghi nhan khiém khuyét sau han cin dwoc thye hién ngay sau qui trinh han, trude bat ki sy kidm
tra lai ndo. San phdm d3 han dwoc kiém tra treede khi stra chiva.

4.3.1 Khiém khuyét tim thdy sau thir nghiém

C6 thé khdng phai t4t ca khiém khuyét ddu duoc phat hién bang cac phrong phép kidm tra sau han, vi
duy, kiém tra trgc quan, kiém tra quang hoc ty dong (AOI) hoac kiém tra bing tia X.

Céc khiém khuyét dugc tim thAy trong c4c kiém tra nay va c6 thé chic chan qui gan cho qui trinh I&p
rap, phai dwgc bao gdm khi xac dinh ti 1& ppm khiém khuyét sau han.

Knhi viéc thir nghiém dién tién hanh ngay sau khi han va khong cé kidm tra tnec quan, quang hgc hay
béng tia X ndo tiép theo trwdc khi lam lai hoac loai bd, viéc thu thap di liéu phai khéng dwgc xem la co
thé so sanh tryc tiép véi d@ lidu thu dwoc tie chudi qui trinh ma trong d6 hoat ddng dAu tién sau khi han
1a kiém tra trgc quan.

! Dinh mach (ngén mach) 12 két néi gira c4c bd phan kim loai dwgc tao ra bing cach han khdéng mong muén va
khéng yéu clu trong viéc thiét ké.

11
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4.4 Phan loai khiém khuyét

4.4.1 Ngudn gbc khiém khuyét

Céc khiém khuyét s& dwoc ghi nhan dwoc phan chia theo cac ngudn géc khiém khuyét dudi day:

|

ap kem han;

|

ap keo dinh;

sAp dét linh kién;

mdi han.

Trong viéc ghi nh&n nay, cac khiém khuyét c6 thé c6 vé thiét ké, vat lidu varhodc qui trinh, triréc tién
dwgce qui gan cho cac ngudn géc khiém khuyét trén. Phan tich cac di liéu ghi nhan duoc c6 thé dan
t&i viéc phan chia tiép thanh cac khiém khuyét cho tling budc qui trinh, cac khiém khuyét cho tieng loai
linh kién, v.v.

4.4.2 MAiu ghi nhan khiém khuyét

Viéc ghi nhan khiém khuyét dwoc thyc hién trén mdt mau dwoc suy ra tir ban vé Ap rap.

Céc thong tin dwi day phai dugc bao céo trong méu dé:

|

vi tri clia khiém khuyét;

ki&u khiém khuyét;

I

s6 khiém khuyét (& vi tri lién quan);

s6 tAm mach in dwoc kiém tra.

Tuy thugcvao mic @3 clia cac khiém khuyét,mot méu cé thé dugc siv dung:

cho tirng tdm mach in;

cho tirng 16 san phim,;

cho tirng ngay sén xuét; hodc

tlr mdt don vi san xuét khac.

4.5 Gia cong lai ngay trweére khi han

Khi trinh bay cac khiém khuyét hau han, ngudi 1ap rap phai néu rd liéu co thic hién gia cdng lai gita
cac cdng doan sap xép/ldng va han linh kién.

4,6 Chung loai di¥ lidu khiém khuyét

Khiém khuyét ghi nhan dugc dugc chia thanh hai ching loai.

12
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Chung loai 1 gdm tng sé cac khiém khuyét sau han, bét k& ngudn gbc va ban chét. Div liu nay nham
s0 sanh chung viéc kiém soat qui trinh téng thé tuong dbi va diu ra chét lwgng cla cac day chuyén
san xuét khac nhau.

Dai v6i myc dich nay,

a) Han dugc xac dinh [a phat sinh tr han néng chay lai c& khdi, nhing ¢a khéi (vi du gen song,
phun, kéo) va/hoac han béng tay;

b) Mac dit mdt sé khiém khuyét sau han khéng lién quan dén méi han, (vi dy, khiém khuyét bang
mach hoc khiém khuyét linh kién), dueéng co s& dung dé tinh dir lidu ppm Chiing loai 1 13 sé
cac mdi han néi trén tAm mach in.

Chiing loai 2 bao gdm toan bd phan chinh cla di¥ ligu lién quan dén trinh ty todn bd qui trinh. Phan
tich céc di lidu ghi nhan ndy c6 thé, vi du, ddn dén viéc phan chia thanh khiém khuyét cho tirng budc
qui trinh, khiém khuyét cho tirng loai linh kién. Trong bdi canh nay, cac budc qui trinh trwéc khi han
dugc xac dinh 14 quy trinh con. Cac dudng co s& ding @@ tinh dir iéu ppm Ching loai 2 thay dbi theo
qui trinh tham gia. Tham khéo phu luc A

5 Xirlidirligu
D@ lidu thu duge dwoce ding d& xac dinh mirc phan triéu (ppm) clia khéi san xuét duec kiém tra. Mirc

ppm cla I6 sdn xuét dwgc dinh nghia I3

Téng sb khiém khuyét

PPMatn phtm = —————— x10°
Tbng s& mdi han trong 16 san phdm

trong do
tdng s6 khiém khuyét béng
o sb khiém khuyét tim thy trong qua trinh kidm tra 100 %

hoac
s6 khiém khuyét tim théy trong khi kim tra ng&u nhién

« s6 bang mach da san xuét x
s6 bang mach da kiém tra

tdng s6 mdi han da han bang
+ s6 bang mach da san xuét x sé méi han trén méi bang mach.

D&i v6i phép kiém tra ngéu nhién, cong thiec trén co hiu lyc véi didu kién do tin cdy tinh toan ppm phy
thude vao qui md cba kiém tra ngiu nhign va me ppm thye té (xem phuy luc C). Vi li do héy, cac mirc
ppm tinh todn dwoc tir kim tra ngiu nhién phai hodic 1a bao gdm khodng tin cdy ho#c 1 phai néu sé
Iwgng méi han da kiém tra.
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CHU THICH 1: D& ¢6 thé so sanh cac san phdm khic nhau véi nhau theo thai gian, de liéu cin dugce chuydn déi
sang cung don vi thdi gian.

CHU THICH 2: Tinh ton md&c ppm trung binh d6i v&i viéc san xuét c4c loai tAm mach in khac nhau (vi dy A, B,
C) dwge thec hién nhw sau:

—  tbng sé khiém khuyét han bing
s6 khiém khuy&t trén loai A +
s6 khiém khuyét trén loai B +

V.V,

— tdng 56 méi han bang
& bang mach loai A da san xuét x sé méi han trén loai A +
s& bang mach loai B da san xuét x sé méi han trén loai B +
V.V,

Phy lyc C bao ham céc vi dy da thyc hién.

6 Phan tich

Mot cach @& phan tich phan déng gép vao téng murc khiém khuyét clia cac loai khiém khuyét khac
nhau la phwong phap phén tich Pareto. Ngoai vigc phan chia thanh cac kiéu khiém khuyét, ciing c6 thé
phén chia thanh, vi du, loai linh kién. Phu lyc D ndu mét vi du v& cach thiee hién.

Phan chia theo khiém khuyét c6 thé dwoc st dung d& phan tich (cé thé tiép tuc phan chia) tredng hop
ma cac nguyén nhan cd thé cé bat ngudn tir thiét ké, vat lidu, qui trinh, v.v.

Néu can phai phan tich phdn déng gop clia cac qui frinh phy vao tdng mirc khiém khuyét, thi khi d6 phai
phan bd cho cac qui trinh phu cho viée x& li cac dir ligu khidm khuyét. Cac nguyén nhan gay khiém
khuyét lién quan dén vét ligu va thiét ké co thé duoc xi If theo cach twong (ng. Tuy nhién, phan tich nay
doi hdi mdt sy hidu biét toan dién vé& qui trinh ché tao hoan chinh. Cac dinh nghfa v& cac khiém khuyét
gdy ra tir cac qui trinh phy khac nhau dwgc dua ra trong IEC 61191-1,IEC 61191-2, IEC 61191-3,
IEC 611914, IEC 61192-1, IEC 61192-2, IEC 61192-3 va IEC 61192-4. Mot sb khiém khuyét da dugc
téng hgp trong Phy lyc B.

Néu chi phan tich cac qui trinh phuy, khi d6 cac khiém khuyét phai dwgc lién hé véi cac cdng doan clia
cac bwdce qui trinh dwere thire hién trong qui trinh phy d6 (xem Phy luc A).

Phan tich Pareto chi ra diém ma k¥ sw qui trinh cin tap trung hanh dong khic phyc vao d6. D& cai
thién mirc chét lugng, cac khiém khuyét déng gop Ién vao mirc khiém khuyét tdng phai duoc gidi
quyét tredre tién. Cac khiém khuyét déng g6p mét phdn nhé va dé giai quyét cling phai dwoc xi Iy. Muc
tidu ludn 1a dat dugc mirc khiém khuyét cang thap cang tét.
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C6 thé theo doi mire ppm clia mt san pham theo thei gian, nher @6 phat hign dugc cac xu hwdng. Cac
san pham khac nhau c6 thé dugc so sanh v&i nha, bing cach sir dung mét dd thi (mirc ppm theo thoi
gian) va cung clp mot luvgc sir chét lwgng hoan chinh cha hoat ddng san xuét. Hinh D.5 cho mot vi du
cach thyc hién.

Theo dai lich st» ty 1& khiém khuyét clia san phadm qua mdt khoang thoi gian dang ké& cung cap mot chi
b4o v& cac didu kién bién clia viéc ché tao va mirc chét lvgng ma logi san phdm dé c6 thé dwoc san
xu4t thanh cang. Céc didu kién bién nay, duqc xdy dyng ti cac dir liéu kiém soét qui trinh lién quan tei
thiét ké&, vat lidu va cac qui trinh thudc pham vi 4p dung, can dugc sir dyng dé cai thign cac nguyén i
co ban v thiét k& san pham. Didu nay s& cho phép khdi ddng san xuét cac san pham méi & mirc
khiém khuyét thap.

15



TwVIY IVOJIU~1.£VID

Phyluc A
(tham khao)

Quy trinh phy

Bang duwéi day dwa ra c4c md ta khac nhau v& cac qui trinh phy.

Bdng A.1 - MJ ta cac qui trinh phy

Qui trinh phu Pon vj Tiéu chi khiém khuyét theo cdc by | Lién quan dén tong
IEC 61191 va |IEC 61192 sb cac
Ap kem han Chamkem | Cham kem han bén ngoai quy dinhk§ | Cham kem han
han thuét qui trinh
Sap xep SMC Linh kién Sap xép linh kién bén ngoai quy dinh Linh kién
ky thuét qui trinh
Han néng chay lai Mbi han Mai han bén ngodi quy dinh k¥ thuét Mbi han
' qui trinh
Han dan ty dong HMC | Dau cubi Vj tri clia dau cudi bén ngoai quy dinh Pau cudi
ky thuat qui trinh
Ap keo dén Chamkeo | Chdm keo bén ngoai quy dinh k§ Chém keo
thuat qui trinh
bt SMC Linh kién Sap xép linh kién bén ngoai quy dinh Linh kién
ki thuét qui trinh
Lwu héa keo Mbi gan keo | MGi gan keo bén ngoai quy dinh k§ Mbi gan keo
thuét qui trinh
Han d4an HMC bang tay | Dau cudi Vi tri ctia dau cudi bén ngoai quy dinh Dau cudi
ky thuét qui frinh
Han séng Méi han M6i han bén ngoai quy dinh k¥ thuat Mdi han
Qui trinh tng (san Mbi han Mbi nbi ngoai quy dinh k§ thuét M3i han

pham)

Mirc d6 khiém khuyét dugc tinh toan déi véi cac qui trinh phy bang cach Iy tdng sb cac khiém khuyét
x 10% chi cho tbng sé c4c don vi. C4c gia trj nay khéng nén xir Ii bang toan hoc véi c4c gia trj qui trinh
phu khéc bdi vi khéng cb cling don vi. Cling V1 Iy do d6, khdng thé xay dyng méi lién hé todn hoc cla
mic ppm trung binh clia téng. Néu cén xac dinh phan déng g6p cuia cac qui trinh phy vao mirc khiém
khuyét téng, thi phdi phan chia cac qui trinh phy dé xi li cac di liéu khiém khuyét cGa san phdm han.
Céc khiém khuyét phai dwgc chuyén ddi sang cac nguyén nhan khac nhau cla qui trinh phy; néu c6
th&, cac nguyén do gay khiém khuyét vat lidu va thiét ké cling c6 thé dugc dwa vao. Phan tich nay doi
hoi mot hiéu biét toan dién v& qui trinh ché tao hoan chinh.

Chét lwgng tng thé clia cac mach dién tir I3p rap ludn dwoc x4c dinh bdi sdn phdm d4 han.
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Phuluc B

(tham kh&o)

Vi du v& nhan djnh khiém khuyét san phdm

Mét khiém khuyét: Mt khiém khuyét: Hai khiém khuyét:
Mé&i han bén phai c6 mot ddu cubi Gira mdt trong cdc diy dAu vao clia Hai trong s& 10 méi ndi han c6 lvgng
thing va mét 18 tréng trong chéthan. linh kién va viing clin han dén, khdng  chét han qua it.

¢6 mdi ndi ndo dugc tao ra.

Hinh B.1a - Khéng c6 hodc khdng du chét han

Mét khiém khuyét: M5t khiém khuyét: Hai mwoi ndm khiém khuyét:
& phia bén dwdi, hai mbi han da chdy Hai méi han da chdy vao nhau. Cac mbi han lign quan da chay vao
vao nhau. nhau.

Hinh B.1b - Dinh mach
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M5t khiém khuyét: Hai khiém khuyét: T4m muoi khiém khuyét:
& méi han bén trai clia HMC, khong Chua dén mot nira chidu rong cla Céac day diu vao cla linh kién bj x&
th& nhan ra hinh dang ciia du cubi. linh kign ndm trén viing cAn handan  dich di hon mdt nira chidu rong cia

day d4u vao so véi ving can han dén.

Hinh B.1c — it chéch linh kién

Hai khiém khuyét: Tam muwoi khiém khuyét:

Cé4c méi ndi da khéng dwoc thire hign do linh kién b thiéu. Cac méi néi 8a khong dugc thye hién bdi linh kién bj thiéu.
Hinh B.1d — Céc linh kién bj thiéu

Hinh B.1 - Ghi nhan céc khiém khuyét
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Vi du vé cach tinh toan

Bang C.1 - Vi du 1 (kiém tra 100 %)

$6 tdm mach in

$6 tdm mach in

S& mbi ndi trén

S6 khiém khuyét
tim théy trong

Kiéu tam mach in san xuét kiém tra mét tim machin | 400 o Widm tra
D 500 500 (=100 %) 820 35
E 1000 1 000 (=100 %) 500 60
F 200 200 (=100 %) 1200 _ 25
D 1500 1500 (=100 %) 820 100

Mcrc ppm trung binh ctia tAm mach in D:

— tbng sb khiém khuyét: 35 + 100 =135

—  tdng sb mdi ndi:

Mcrc ppm trung binh =

(500x820) + (1500 x820) = 1640000

135
1640000

x10% =82

Mdrc ppm trung binh cua tat ca tdm mach in:

— tdng sb khiém khuyét:

- tdng sb méi néi:

Mdc ppm trung binh =

35+60+25+100=220

(500x820) + (1000x500) + (200 x1200) + (1500 x 820) = 2380000

220
2380000

x10

=92
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Béng C.2 - Vi du 2 (kiém tra ng&u nhién)

. S6 tim machin | Sétdmmachin | S6 mdinditrén | Sé loaitim thiy
Kiéu t4m mach in sdn xuét kiém tra tdm mach in trong kiém tra
ngdu nhién
G 500 50 (=100 %) 820 35
H 500 100 (=20 %) 500 60
| 100 50 (=50 %) 1200 25
G 1500 1500 (=100 %) -820 100
Mrc ppm trung binh ctia tAm mach in G:
— tng sbkhifmkhuyét:  500x=>+1500x—20 _ 450
50 1500
— tBng 6 méi néi: (500%820) + (1500x820) = 1640000
Mtrc ppm trung binh = 430 x10¢ =274
1640000
Mrc ppm trung binh ctia tat cd tAm mach in:
- tbng sb khiém khuyét: 500x£ +500x o +100x = +1500x L 800
(50) (100) (500) (1500)

- tbng sé méi néi:

Mirc ppm trung binh =

20

(500%820) + (1000 500) + (100x1200) + (1500x 820) = 2010000

800
2010000

x10¢ =398
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Phu luc D
(tham khao)
Vi du v& cach ghi nhan khiém khuyét va xtr li di¥ liéu

San xuét cac tdm mach in loai A (ngay 01-07-1996)
D@ liéu:

» sdbang mach da san xuét: 100

« sblinh kién trén m&i bang mach: 100

 s6 mbi han trén mi bang mach: 1 000

Vé viéc ghi nhan khiém khuyét, xem hinh D.1.

Khéng cé, hoac

(44) + (44) anononon r khong du chét
" han
W1 = 7 Wi
Dinh mach A L
(Téng sb 100) ) it
HE
(total 50
nnno Hif e
RIC = Khéng ¢, hodc
d S khong du chét
o pec 5 han
= — - W
' HE
N (total 30)
Sai vj tri
Hit (téng sb 20)
HH
Hinh D.1 — Di liéu vé ghi nhan khiém khuyét
(100+20+50+30) 6
= 10° = 2000
PP producs 100x1000

D@ lidu v& ghi nhan khiém khuyét c6 thé phan tich bing cach s dung nhiéu cach phan loai khéc nhau,
vi du, phan loai thanh loai khiém khuyét va/hoic loai linh kién. Néu da rd cac nguyén nhan clia khiém
khuyét 13 & dau, c6 thé phan loal khiém khuyét theo viung/nguyén nhan, vi dy:

Thiét ké khudn in &p QFP: 100 khiém khuyét;
Qui trinh in kem han SO: 50 khiém khuyét;
Qui trinh sdp xép vj trf R/C: 20 khiém khuyét;
Hang linh kién PLCC: 30 khiém khuyét.
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Trong bang dwéi day, ba phan vung trong vi dy trén da dwoc thye hién:
Bédng D.1 - Ba phén vung

Phén tich kiéu khiém khuyét Phan tich kiéu linh kién Phén tich ngudn gbckhiém
khuyét
Kiéu sé |%trong| Kiéu S6 %trong | Ving Sé % trong
khiém | téng khiém téng khiém téng
khuyét khuyét khuyét
Khéng c6 80 40 PLCC 30 15 Thiét ké 100 50
hodc khéng
dd kem han
Dinh chap 100 50 SO 50 25 Vit ligu 30 15
Dat chéch 20 10 QFP 100 50 [ Quitrinh | 50+ 20 35
R/C 20 10
Tdng cdng 200 100 200 100 200 100

D@ lidu c6 thé dwoc biéu din bang biéu d6. Trong cac hinh D.2, D.3 va D.4, loai khiém khuyét, loai linh
kién va ngudn gdc khiém khuyét cung v&i phan déng gép vao mirc khiém khuyét tdng tinh bang phén
tram dwoc vé 1An Ivgt & dang dd thi.

E e

o

R

E 0/

o e

@ T a0

>

55 o

&8 ||
83 "7 Dih  Khdngcodhodic Ditchéch
0oL chiip  khdng dii kem han

Hinh D.2 — Phin chia theo loai khiém khuyét

2538
E

3
§ L4
8 o
£ «f
25
£l
= w
53 T

Hinh D.3 - Phén chia theo loai linh kigén

pEER2RS

Thiétké Quitrinh V4t ligu I

Gop phin vaomirckhidm
khuyét tbng (%)

-

Hinh D.4 - Phan chia theo nguén géc khiém khuyét
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Co thé theo ddi mdre chat lvgng theo thai gian biing cach vé db thi mirc ppm theo cac don vi sdn xuét
(tdm mach in, 16, ngdy). Trong hinh D.5, mirc chét lwong dwoc thire hién cho tAm mach in A

2000
19001
o[-
17004
1800
T
E 1 Fik
Ea - P
e he X 1%
£33 W \W - -
A /
53 o= ,
L w A wikw
- -
0
x
b
pred
[

7.0 1601 2101 2201 D1 1202 15.02 240 B2 000
Dir lidu sén xuét

Hinh D.5 - Mirc ppm ciia tdm mach in A, trong 10 ngay san xuét vira qua

C6 thé thu thap dw lidu clia cac san phdm khac nhau. C6 thé thyc hién tng quan v& dt ligu nay theo
thei gian. D8 c6 thé so sanh cac san phdm khac nhau véi nhau theo thei gian, dé c6 thé si dung, phai
chuy&n dbi cac con sb sang don vj thei gian. Hinh D.6 cho mét vi du.

2000
1801
L4
raY
. Y1/ aw
E E‘m 5o - ”iLw
- o100 ~ Fi .Y
L o 5 L A"
2 Wy . = -
O 2 LY 5
22 —
=3 X .
Fy
N 1 10
Tudn

[==-Bang A £BangB *Bang C

Hinh D.6 — Cac mirc ppm cuia viéc san xuét trén mdi loai bang mach
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